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ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG		
KONTAKT:  mediaroom@samtec.com

Samtec ist Aussteller auf der ECOC 2026 und Teilnehmer der OIF Interoperability Demo

Lernen Sie Produkte von Samtec am Stand 2004 und im Rahmen der OIF Interoperability Demo am OIF-Stand 2126/2128 kennen.


New Albany, Indiana (USA), 8. September 2026 – Samtec, Inc., der Anbieter mit führendem Service in der Steckverbinderbranche, wird vom 21. bis 23. September am Stand 2004 auf der kommenden European Conference on Optical Communications (ECOC) im Messe- und Kongresszentrum von Málaga (FYCMA) die nächste Generation leistungsfähiger Lösungen für die Vernetzung über Glasfaser und Kupferkabel ausstellen.
Vernetzungslösungen von Samtec am Stand 2004 
[image: ]Hochgeschwindigkeitsverbindungen von Samtec werden oft für den Entwurf von Anwendungen in den Bereichen KI und HPC, Medizin, Prüfen und Messen sowie FPGA verwendet. Auf der diesjährigen ECOC wird Samtec im Rahmen verschiedener Vorführungen Co-Packaged (CPX)- und Near-Chip-Systeme aus der Baureihe Si-Fly® HD für Glasfaser- und Kupferanwendungen bis 448 Gbit/s vorstellen, wozu Chip- und Optik-Engines von verschiedenen Partnern ebenso gehören wie das Hochleistungsprüfsystem Bulls Eye® BE130 für 448 Gbit/s. Samtec wird darüber hinaus mit Proofs-of-Concept (PoC) die Machbarkeit für 448 Gbit/s-Verbindungen nachweisen, die ideal für die Implementierung von KI-Infrastrukturen auf Schrank- und Datacenter-Ebene (Scale-up bzw. Scale-out) und entsprechende Anwendungsfälle geeignet sind.
OIF Interoperability Demo
Im Ausstellungsbereich der ECOC 2026 dient die OIF-Präsentation zur Interoperabilität (Stand 2126/2128) als Versuchsfeld für Anbieter, das Implementierungsvereinbarungen (IA) in funktionierende, wiederholbare Interoperabilität übersetzt, damit Betreiber ihre Integrationsrisiken senken, ihre Flexibilität bei der Beschaffung erhalten und den Schritt von der Innovation zum Einsatz mit größerer Sicherheit gehen können. Bei den diesjährigen Vorführungen geht es vorrangig um die Zusammenarbeit von 39 Unternehmen in vier entscheidenden Technologiebereichen: Optische Systeme, Energieeffiziente Schnittstellen (EEI) und Co-Packaging, Common Electrical I/O (CEI-448G, CEI-224G) und Common Management Interface Specification (CMIS). 
Die folgenden Samtec-Produkte werden in CEI- und EEI-Demonstrationen mit Partnern vorgestellt:
· Ein Demo-Chassis für 224 Gbit/s mit Si-Fly HD CPX-Modulen (Kupfer und Glasfaser) von Samtec soll die Gültigkeit des CPX-Konzepts und der MSA-Architektur nachweisen. 
· Samtec BE90 auf einem Bulls Eye ISI Board bei 224 Gbit/s. 
· Samtec BE70 und die leistungsfähigen HF-Mikrowellen-Kabelkonfektionen LL110 und LL130 aus der Baureihe Nitrowave® im Betrieb bei 224 Gbit/s 
· Die Steckverbinder und Adapter in 1,0- und 1,85-mm-Ausführung aus der Samtec Produktfamilie Precision RF
· [bookmark: OLE_LINK1]Si-Fly HD 448 PAM4- und PAM6-Prototypen mit einem Meter Eye Speed® Hyper Low Skew Twinax Cable

Das Si-Fly HD Co-Packaged und Near-Chip System ist eine über einen SFCM-Steckverbinder von Samtec elektrisch verbundene Co-packaged Kupfer- und Glasfaserlösung auf einem Substrat von maximal 95 x 95 mm. Der SFCM wird direkt auf das Substrat des Packages montiert und ist mit konfektionierten Kabeln aus der Samtec-Reihe SFCC lösbar bzw. steckbar oder mit optischen Kabelkonfektionen in Branchenstandard kompatibel ausgeführt. Bei der Verbindung von Komponenten auf demselben Substrat gibt es keine Einfügungsdämpfung im Übergang vom BGA auf die Leiterplatte, was einen vollständig passiven DAC 224G-Kanal mit höchster Leistungsfähigkeit bei geringen Kosten ermöglicht. Samtec führt im Rahmen des Machbarkeitsnachweises (PoC) ebenfalls Si-Fly HD 448 Gbit/s-Prototypen für PAM4 und PAM6 vor.
Das Bulls Eye ISI Evaluation Board bietet zahlreiche Signalwege verschiedener Länge mit bekannten Verlustprofilen über 130 GHz hinaus. Bei der Kombination mit einer Bulls Eye-Prüfvorrichtung bietet die Lösung nicht nur eine Testplattform für die Validierung und Verifizierung von sehr schnellen SerDes-Komponenten, sondern auch für die Bewertung und Demonstration von Signalübertragungen mit 224 Gbit/s-PAM4 und 448 Gbit/s.
Weitere Informationen	
· Leistungsfähige aktive und passive optische Lösungen
· Co-Packaged- und Near-Chip-Systeme der Baureihe Si-Fly HD mit 224 Gbit/s PAM4
· Produkte aus der Samtec-Produktfamilie Precision RF
· Video über das CPX-Produkt Si-Fly HD von Samtec: YouTube-Kanal von Samtec
· Sprechen Sie mit dem technischen Fachpersonal von Samtec am Stand 2004 oder schreiben Sie eine E-Mail an HDR@samtec.com

Über OIF 
OIF ruft auf der ECOC 2026 branchenweite Interoperabilität zur Beschleunigung skalierbarer und effizienter Netze für das KI-Zeitalter ins Leben. 
OIF kehrt zurück zur ECOC 2026 mit einer Live-Demo zur Interoperabilität mit mehreren Anbietern, an der insgesamt 39 Unternehmen teilnehmen. Die Demo umfasst optische, elektrische, energieeffiziente und steuernde Schnittstellen und hebt die Kompatibilität zwischen optischen Systemen, 448G und 224G Common Electrical I/O (CEI), CMIS, Co-Packaging, Energieeffiziente Schnittstellen und mehr hervor und entwickelt skalierbare  und effiziente Netze für das KI-Zeitalter weiter. Besuchen Sie OIF am Stand 2126 oder erfahren Sie mehr auf https://www.oiforum.com/meetings-events/oif-ecoc-2026. 
Über Samtec
Das 1976 gegründete Privatunternehmen Samtec mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar ist ein weltweit tätiger Hersteller einer breit gefächerten Palette elektronischer Verbindungslösungen. Dazu gehören Hochgeschwindigkeits-B2B-Steckverbinder und -Kabel, optische Mid-Board- und Panel-Einheiten, Verbinder mit flexibler Steckhöhe, robuste Bauelemente und Kabel im Mikroformat sowie präzise HF-Technik. In unseren Samtec Technology Centers werden Technologien, Strategien und Produkte entwickelt und weiterentwickelt, um sowohl die Leistung als auch die Kosten eines Systems vom nackten Chip bis zu einer 100 Meter entfernten Schnittstelle zu optimieren – und für alle Verbindungspunkte dazwischen. Die globale Präsenz von Samtec an über 40 internationalen Standorten mit einem Produktverkauf in mehr als 125 Ländern macht den unerreichten Kundendienst des Unternehmens möglich. Weiterführende Informationen finden Sie auf http://www.samtec.com.
Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
Telefon: +001 812-944-6733
www.samtec.com/media-room 

Unser Presseteam stellt Medienschaffenden weltweit sehr gerne spannende und innovative Storys zur Verfügung. Sollten Sie ein Mitglied der Medien/Presse sein und ein Gespräch mit uns wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an mediaroom@samtec.com.
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